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摘要(译)

本发明揭示了一种用于皮肤整平的方法及手持装置，其可相对安全地供
非专业人员使用。所述手持装置包含形成可移除地安装到壳体的组合件
的具有安全笼的刀片。所述安全笼限制所述刀片可穿透皮肤的深度，这
使得非专业人员可安全地使用所述装置。预期了所述手持皮肤整平装置
的各种实施例。在一个实施例中，压电晶体附接到所述刀片以导致所述
刀片以超声频率振动。
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